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POWERTESTER
- Understanding die attach thermal performance -



◼ 用途：

• 功率元件可靠度熱測試量測設備

• 自動化功率迴圈可靠度測試與暫態熱阻量測

◼ 特點：

• 符合 JEDEC 國際標準規範 & AQG324 … 等相關標準規範

• 分析測試各種電子設備：MOSFET、IGBT、Power Model …

• 節省人力，自動化之功率迴圈可靠度測試與暫態熱阻量測，直
到元件損壞，並同時記錄所有量測資訊

• 可透過結構函數判斷元件結構受損區域，行非破壞性失效分析

• 多種測試條件可運行進行可靠度測試

◼ 多種規格選擇與客製化平台：

✓ 多種規格選擇：POWERTESTER 1500 / 1800 / 3600 A

✓ 可搭配客製化平台：POWERTESTER 2400 A
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欲知詳情，請加入勢流會員  
即可每月收到會員電子報

會員電子報請至客戶專區→會員專屬月刊 觀看完整內容

https://www.flotrend.com.tw/login.php
https://www.flotrend.com.tw/monthly.php
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